
メーカー Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

担当者 Yasuyuki Okada

電話番号 -

メールアドレス japan-sales@quectel.com

https://www.softbank.jp/biz/ソフトバンク株式会社

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは⽇本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は⼀般に各社の登録商標または商標です。

■製品仕様

■製品概要

BG770A-GL is a 5G-ready ultra-compact LPWA module 

compliant with 3GPP E-UTRA Release 13/ 14 specification. The 

module supports LTE Cat M1 and LTE Cat NB1/ NB2 bands and 

integrated SIM (iSIM). Besides, it features ultra-low power 

consumption implemented by integrated RAM and flash, which 

help reduce current consumption to rather low levels in various 

modes, including PSM, e-I-DRX, etc. It is further integrated 

with a GNSS engine that supports GPS and GLONASS systems. 

BG770A-GL

メーカー名 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

チップセットベンダー/モデル Sony/ALT1250

5G

SA ☓

NSA ☓

周波数 -

4G
カテゴリ Cat.M/NB-IoT

周波数 B1/B8

通信機能

SMS 〇

データ 〇

音声(VoLTE) ☓

国際ローミング 〇

測位システム
StandAlone 〇

A-GPS 〇

動作温度 -35～+75℃

フォームファクタ LGA

サイズ(W×H×D) 14.9mm×12.9mm×1.9mm

重量 約0.8g

■お問い合わせ先

製品ページ

製品ページ
外部リンク -ユーザーインターフェイスとジェ
スチャーアイコン 
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